
证券代码：002463                                                                                                                        证券简称：沪电股份 

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 

编号：2023-0417-018 

投资者关系活动类别 

□特定对象调研     □分析师会议         □媒体采访        □业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动       □现场参观        □电话会议 

√其他： 网络会议       

参与单位名称  

 

 

上海乾惕投资有限公司、沙钢集团投资控股有限公司、中信证券股份有限

公司、民生证券股份有限公司、华商基金管理有限公司 

因本次投资者关系活动采取网络会议形式，参会者未签署调研承诺函。但在

交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，

没有发生未公开重大信息泄露等情况。 

时间 

2023 年 4月 17 日   14:30-15:30  上海乾惕投资有限公司、沙钢集团投资控股有限公

司、中信证券股份有限公司 

2023 年 4月 17 日   16:00-16:50  民生证券股份有限公司、华商基金管理有限公司 

地点 网络会议 

公司接待人员 
证券事务代表：钱元君 

投资者关系活动 

主要内容介绍 

一、介绍了公司2022年业绩情况 

2022年Q4随着供应链短缺和资源限制等因素的改善，企业通讯市场板市场客

户提货相对加速，2022年Q4公司实现营业收入约25.72亿，环比增长约26.85%，同

比增长约28.17%。从全年看，受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务

器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板（下称“PCB”）的结构性需求以

及汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，对

ADAS(高级驾驶辅助系统)、智能座舱、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领

域中高端PCB的持续需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量

产技术，2022年公司实现营业收入约83.36亿元，其中PCB业务实现营业收入约

79.31亿元，同比增长约12.36%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2022

年PCB业务毛利率提升至约31.72%，同比增加约3.22个百分点；2022年公司实现归

属于上市公司股东的净利润约13.62亿元，同比增长约28.03%。 



二、行业情况 

2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软，Prismark预估2022年

第四季度PCB市场环比下降约7.7%，同比下降约14.6%，因此相应将其对2022年

PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%，2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出

于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望2023

年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重

因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求，直到2023年底和

2024年的经济形势复苏。Prismark预估2023年全球PCB产值同比将下滑4.13%。 

但从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测

2022-2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%，2027年全球PCB产值将达到约

983.88亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的

产品结构和一些生产转移，Prismark预测2022-2027年中国PCB产值复合增长率约

为3.3%，略低于全球，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元 

（1）企业通讯市场板业务情况 

全球经济增长预期放缓以及通胀压力引发了对企业通讯市场需求水平的

可持续性的担忧，促使客户开始缩减先前因避免缺料等风险普遍建立的过高库

存。随着美联储的加息周期推进，企业通讯市场趋向保守，新增订单疲软。经

济环境的不确定性提高，将会进一步加剧企业通讯市场的需求波动。 

从中长期看，全球范围内大型云服务和互联网厂商对数据中心基础设施的

投资不会停滞，云计算、大数据、超高清视频、物联网、人工智能等新一代信

息技术的应用和发展将促使全球数字化转型，并进一步放大了网络的重要性，

加快了数字化转型的进程。这将加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的

采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务

器产品也有望高速成长，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB

产品的强劲需求，并对其技术层次和品质提出更高的要求。 

公司也将坚持以技术创新和产品升级为内核，持续加大在技术和创新方面

的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方

向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客

户提供更高的价值。 



（2）汽车板业务情况 

在汽车电子趋势变化的驱动下，2023年全球汽车市场预计仍将继续呈现稳

中向好的发展态势，相关产品的结构性需求也有望呈现出显著的增长潜力。

2023年初公司使用自有资金向沪利微电增资约7.76亿人民币，沪利微电将有针

对性地加速投资，有效扩充汽车高阶HDI产能。此外，出于对混合动力、纯电

动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及p2Pack技术前景的

判断，公司于2022年初投资参股胜伟策，并于2022年末与Schweizer、胜伟策签

署了《股权转让协议》，后续该交易如经批准完成，胜伟策将成为公司的控股

子公司，公司将加快p2Pack技术开发与市场推广。一方面尽快完成胜伟策应用

于48V轻混系统的样品测试与客户认证，争取在2023年第四季度实现量产；另

一方面通过和产业链合作伙伴的深度合作，加快推进应用于800V高压架构的

产品技术优化和转移，推动采用p2Pack技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方

面的商业化应用。在p2Pack技术开发与市场推广期间，全面推进胜伟策与公司

在汽车应用领域的核心业务协同整合，采取有效措施改善其财务结构，降低其

利息负担；实施精益管理，使其达成降本增效；借助公司、Schweizer、胜伟策

在汽车应用领域的优势技术能力，优化市场布局，以充分利用胜伟策现有产能，

最大幅度的缩减胜伟策亏损额。 

三、海外基地进展情况 

由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散

风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键，公司已购买位于泰国洛加纳大

城工业园区内的面积约201,846.8平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目

建设需求。公司将加速泰国生产基地的进程，并已启动基建，力争将其实现规模

量产的规划，从2025年上半年提前到2024年第四季度。 

注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准

确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

附件清单 无 

日期 2023 年 4月 17 日 

 


